
Xilinx 7 series PCB point list 

『 ───────────────── Configuration ────────────────────── 』 

首先是Configuration時所需要作設定的硬體週邊的電路,假若這個地方有問題,那肯定要重新layout, 

以下是 SPI Mode 的設定的參考電路圖 

http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug470_7Series_Config.pdf 

 

M0/M1/M2 

這 3pin 主要的功能是選擇 FPGA Load Code 的方式,總共有以下幾種模式,所以我們建議最好是分別都作 pull up/down ( 公

板線路上是 200 ~ 1K ) 

PS:這幾 PIN 並不是 multi-function,所以不能當一般 IO 使用!!!!!! 

7series FPGA CCLK 是不能當作 User I/O PIN,所以如果需要作 Remote Update Flash 應用的話,需要另外找一個 PIN 並

接來當作更新 Flash 的 Clock 

http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug470_7Series_Config.pdf


 

INIT_B / DONE /PROGRAM_B  

這 3pin 也是變成非 dual function pin,不同於其他 Xilinx family device 可以拿來當作一般的 IO 使用 

INIT_B << 主要的功能在告知 FPGA硬體及電源已經 ready可以讀取 Flash資料了,這 Pin需要在 power on時維持在 high,

所以 pull up 是保險的作法,雖然 FPGA 內部會 pull up 但很 weak. 

DONE << 這 PIN 是顯示 FPGA 是否正常動作的專屬 IO,一般我們會接一個 LED 來作為判斷 FPGA 是否正常運作的依據, 

但這一 Pin 需要在 power on 時維持在 high,直到 FPGA Configuration 結束時 

< done pin 的動作是 Low → Hz → High > 

PROGRAM_B << 一般會接到 high,它的功用是 Low to High 時 FPGA 會重新 reload flash 資料,重新配置 FPGA 

PUDC_B  << 這 PIN 的功能是決定 FPGA 在 configuration 時,IO 的狀態,建議是分別 pull /down,如果完全不在意

configuration IO 的 default 狀能是可以不管它的. 

這可以參考下表 

 

 

CFGBVS 是用來設定 BANK0 的電壓用,為什麼會需要的原因是大部份的 Config 跟 XADC PIN 都在 BANK0 

由其是 CCLK……因為 MOSI/DIN/FCS_B….可能該 BANK 會因為設計而使用不同的電壓,造成一些困擾.. 

 

 

http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds182_Kinte

x_7_Data_Sheet.pdf 

 

【AES/ eFUSE.】 Xilinx 有提供 bitstream security的功能,如果需要的話

可以選擇 Key 是燒斷或是外掛電池的方式 

http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf 

 

http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds182_Kintex_7_Data_Sheet.pdf
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds182_Kintex_7_Data_Sheet.pdf


 

 

依照Xilinx DC Datasheet所示,如果Config是使用Master Mode在讀取Flash時,在Xilinx軟體CCLK最快可以設為 66Mhz,

但是它的速度正負落差可能會有 50%... 

http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/kc705_Schematic_xtp132_rev1_1.pdf Xilinx Kit-KC705 

 

如果嫌 CCLK 只能有 66Mhz,不夠快的話,那可以用外部給的 Clock,最快可以支持 100Mhz,但要給專屬的 IO PIN 

 

Xilinx ISE Configuration options 

 

 

 

 

Xilinx 7 Series 並沒有一份專門的文件告知 Pinout Name,但可以透過 ug475 上的連結下載( FAE 可以提供 OrcAD ) 

http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug475_7Series_Pkg_Pinout.pdf 

http://www.xilinx.com/support/packagefiles/kintex-7-pkgs.htm 

 

 

http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/kc705_Schematic_xtp132_rev1_1.pdf
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug475_7Series_Pkg_Pinout.pdf
http://www.xilinx.com/support/packagefiles/kintex-7-pkgs.htm


下表是有關 Aritex7 / Kintex7 Configuration 需要的 SPI Flash Memory Size 

http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug470_7Series_Config.pdf 

 

 

『 ───────────────── Power sequence  ──────────────────── 』 

Xilinx 7 series 是有 power sequence 主要是針對 3.3V 

原則上是先關後關  

VCCINT >> VCCAUX >> VCCO  --- Power On 

VCCO >> VCCAUX >> VCCINT  --  Power Off 

VCCAUX to VCCO(HR) Requirement – Data Sheet 

7 Series Devices with High Range (HR) I/O banks with 

a VCCO of 2.5V or 3.3V must meet the following 

requirements: 

Power-up 

VCCAUX must be raised before VCCO(HR at 

2.5V-3.3V)  

Power-down 

VCCO(HR at 2.5V-3.3V) must be lowered before VCCAUX 

 

原則上 power sequence 是比較針對有 3.3V 的需求的使用者,Xilinx 7 series 有 HP/HR Bank 的區分 

【HP】是有高效能的 IO,但是最高只能支持 1.8V 的 IO Type  ( 若拿來作 DDR/LVDS 都會比 HR 的速度來的快許多) 

【HR】 的是可以支持 1.2~3.3V 的 IO Type,好處是彈性很大,但效能稍差了點,僅管如此 ddr3 也是能到 800Mhz,LVDS 可以

1.25G 

一般 7 系列的 device,一個 BANK 是 50 支 IO 

HP Bank 是可以支持 LVDS Standard Xilinx 有 Answers  

http://www.xilinx.com/support/answers/41408.htm  

7 series 如何只使用一個 BANK 來支持 16 bit DDR component 

http://www.xilinx.com/support/answers/41752.htm 

http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug470_7Series_Config.pdf
http://www.xilinx.com/support/answers/41408.htm
http://www.xilinx.com/support/answers/41752.htm


 

 

 

『 ─────────────────DDR3  ──────────────────── 』 

DDR的IO原則上都是透過Xilinx MIG(Memory Interface Generator)產生的,所以只要確認與( .UCF )中的內容與DDR 

component或DIMM對接就好,並不會有太大的問題,MIG也可以依照硬體Layout需求作一些PINOUT調整,但調整過的

PINOUT一定要再經過MIG作DRC Check!!! 

 

其中比較困擾的地方是HP/HR Bank不同共用在一個DDR Controller上,所以在像7K70T的device上,會發生只有兩個HP 

BANK卻無法接DIMM的麻煩..... 

 

Xilinx 在7series中可以設定DDR Memory ODT/TCI的功能是否開?,一般都會使用

預設值開啟的. 

如果把MIG選用HR,在DCI的選項中確實是沒有效用的,但是MIG會自動加入

IN_TERM = UNTUNED_SPLIT_50,這與DCI的功能是相同的,所以不需要在PCB上

加電阻,若是MIG在HP BANK那只要有使用到的BANK,兩PIN硬體都要接. 

 

 

 

上面的設定主要是跟熱與功耗有關如果 termination 設定在 FPGA 內部,則會有熱的問題要處理, 

反之如果留在電路板上,則會有空間的考量,這部份需視使用者當時的情況來作決定 

Xilinx的ddr3 controller會需要一組200Mz的Clock,在公板上是使用differential 

因為FPGA內有倍頻的原件像MMCM/PLL等等,所以只要提供一組基頻最好是200的公因素,像是50,100之類的,就可以透過

內部原件產生這個頻率, differential或是Single-End並沒有限制. 

 

Xilinx 針對 DDR layout 有提供相關的參考文件 

http://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp420-DDR3-SI-PCB.pdf 

http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/ug586_7Series_MIS.pdf 

 

有關 Die to Pad 的距離問題是否要考量??  

如果 DDR3 是工作在 1066Mhz 以上的 data-rate,那 Xilinx 是建議可以作 IBIS 模擬,上述的問題也是需要被考慮的 

Xilinx 有工具可以產生這份文件副檔名是.pkg 

 

 

 

 

http://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp420-DDR3-SI-PCB.pdf
http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/ug586_7Series_MIS.pdf


『 ───────────────── 7series 會用到的電源表   ──────────────────── 』 

 

 

http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds182_Kintex_7_Data_Sheet.pdf  Kintex7 datasheet 

MGTAVCC / MGTAVTT / MGTAVCCAUX / MGTAVTTRCAL << 這些脚PIN,儘管都沒有用到任何一組GTP,還是建議要

給電源  http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/kc705_Schematic_xtp132_rev1_1.pdf KC705 

 

http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds182_Kintex_7_Data_Sheet.pdf
http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/kc705_Schematic_xtp132_rev1_1.pdf%20KC705


或是參考Xilinx Transceivers user guide 

http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug482_7Series_GTP_Transceivers.pdf 

 

 

 

ZYNQ 若沒有用到 ADC function 則以下 ADC pin 要如何處理? 

DXN, DXP, VREFP, VREFN, VP, VN, VCCADC, GNDADC 
VCCADC, GNDADC 兩 PIN 要接,VREFP, VREFN, VP, VN 可以選擇接地,VP, VN,至於這兩 PIN 其實是還好,沒特別規定 

http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug480_7Series_XADC.pdf 

 

http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug480_7Series_XADC.pdf


 
『 ───────────────── PCIe / Transceivers ──────────────────── 』 

PCIe 的 IO 原則上都是透過 Xilinx CoreGen 產生的,所以只要依照.ucf 就能找到對應的 MGT 位置 

Xilinx IP 在設定上的 System 可輸入 100Mhz/250Mhz 兩種 

一般都會使用主機板提供的 100Mhz 

 

http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/ug477_7Series_IntBlock_PCIe.pdf 

Xilinx PCIe IP 產生時會使用 Transceivers 對應的位置作表示,如:X0Y15/X0Y13..之類的 

但可以在 ug477 中找到真實的 IOB Pad. 

http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/ug477_7Series_IntBlock_PCIe.pdf


 

http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug476_7Series_Transceivers.pdf 

Xilinx 有 Tandem 作 partial reconfiguration PCIe core 的功能,能夠符合 PC 100ms reset 的要求 

『 ───────────────── Other Point ──────────────────── 』 
SSO(simultaneous switching noise)使用上的限制,可以將 PIN Define(.UCF)檔案輸入給 Xilinx PlanAhead 的工具就能作預

估 

 

【Xilinx 支持的 SPI Flash 清單...】 

 

FBG676 和 FFG676 是 pin to pin 相容,但是硬體 VCC-GND 的電容數量大小要參照 FFG 

http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug476_7Series_Transceivers.pdf


 
 
Power Estimator 工具: http://www.xilinx.com/products/design_tools/logic_design/xpe.htm  

 
Subject: RE: <CASE:937738> KC705 - characteristic impedance about the DDR3 PCB layout 

Hi Leo， 
  I’ve confirmed the layout. The impedance is 40 ohm. 
  Best regards, 
XiBin 

ANSTek Xilinx FAE  Leo>Lee 

 

【 FPGA Design Reference Documents 】 

 

  
 

 

http://www.xilinx.com/products/design_tools/logic_design/xpe.htm
http://chip0214.myweb.hinet.net/index.htm

